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Tipuri de capsule

Through Hole Packages

Packaging Electronic

Surface Mount Packages
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Packaging Electronic

Parametri importanti ai circuitelor integrate

1992 | 1995 1998 2001 2004 | 2008
Dimensiune (pm) 0,5 0,35 0,25 0,18 0,12 0,05
Porti/chip 300k | 800k 2M 5M 10M 100M
Tranzistoare 10M 40M 100M | 220M | 600M | 2300M
Putere maxima (W/capsula)
Pentru produse de 10 15 30 40 40 - 40 -
performanta mare 120 200
Pentru produse portabile 3 4 4 4 4 4
Tensiune de alimentare (V)
Pentru produse desktop 5 3,3 2,2 2,2 1,5 1,5
Pentru produse portabile 3,3 2,2 2,2 1,5 1,5 1,5
Nr. de intrari/iesiri 500 750 1500 2000 | 3500 | >5000

e

Al
nnnnnnnnn




ELAN - Electronic Antreprenoriat Packaging Electronic

Promovarea Culturii Antreprenoriale: Adaptabilitate, Dinamism, Initiativa in
Industria Electronica

Investeste in oameni !

Proiect cofinan{at din Fondul Social European prin

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Comparatie intre componentele electronice utilizate in packaqgin

Capsula DIP QFP CSP FC
capsulei si modul de E E Q2 9p 86
conectare a chip-ului la g p o olo 000 o0
capsula : D X ©cooo
Vedere laterala (in SNHeOR DGR
sectiune) si modul de S\
conectare a capsulei la :lm“_a m
placa (PCB) 5
Dim. chip mm xmm) 5x5 16 x 16 25 x 25 36 x 36
Perimetru chip mm) 20 64 100 144
Nr. de intrari/iesiri 64 500 1600 3600
Dist. intre pad-uri @um) 312 128 625 600
Dim. capsuli mm) 80/25 50/50 25/ 25 40 x 40
Dist. dintre term. mm) 2,54 & 0,5...1 0,5...0,6
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Comparatie intre componentele electronice utilizate in packaging

Capsula DIP cSP Flip Chip
E g Q Q9 o 00O I
O ul o400 OO o 0 0 0
Vedere de sus (“top”) a d 5 o olo o000
. . = =l o o ©O0oO0O0
capsulei si modul de g h
conectare a chip-ului la . -—
capsuli PTH
e

o
Vedere laterala (in M

sectiune) si modul de
conectare a capsulei la

placa (PCB)

Arie chip mm?) 25 256 625 1296
Tehnologie Si um) 2,0 0,5 < 0,25 < 0,125
Porti/chip 30k 300k 2M 10M
Frecventa max. ) 5 80 320 > 1,5 GHz
Puterea disipata ) 0,5 7,5 30 120
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Comparatie intre componentele electronice utilizate in packaging

= DIP QFP CSP Flip Chip
Capsula
E g Q0 0O 00O
Vedere de sus (“top”) a : g oo oo ©o0oo
. - © OO 0 0O
capsulei si modul de 5 E T e o b &
conectare a chip-ului la ; P
capsula SMT/BGA DCA
Vedere laterala (in L Al
sectiune) si modul de AT o aepves s
conectare a capsulei la
placa (PCB)
Dens. de putere chip (w/cm?) 2,9 4.8 9,3 2,0
Dens. de put. capsula (wicm?) 0,024 0,3 4.8 9,8
Tensiune de alimentare (v) 5 3,3 2,2 1,5
Curent de alimentare (a) 0,1 2,3 13,6 80
Densitate de curent pe 1,6 11,5 11,08 31,43
terminale (A/ mm?
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Aspecte de packaging electronic intr-un telefon mobil

PASSIVE MICROWAVE
COMPONENTS
558

PASSIVE COMPONENTS
Fil $18B
. Filters

Crystal Oscillators

CONNECTORS
5248

ACTIVE COMPONENTS

. Slandard multpin

: L{Jgi:.‘: Devices connectars

.MPLU CJumpers
Memory CArea array connactiors
Optoglactronic . Coaxial cables
components . PWB connectars
. ASICs -

. Discretes

SWITCHES AND
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Solid state relays E'_
. Elactromeachanical
swilchas
Electromechanical
relays

. Paperfcomposite
. Rigid

. Flexible

. Microvia
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package-uri electronice in |
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(c) In interiorul unei masini
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